CMOS技術による160ギガビット／秒の光チップセット by 科学技術動向センター & 科学技術動向研究センター
科 学 技 術 動 向　2007年 5月号
4 5Science & Technology Trends   May  2007
 情報通信分野 TOPICS Information & Communication
　将来的に懸念されるコンピューティングのボトルネックに備え、光インターコネクションに係わる
要素技術の研究開発成果が相次いで発表されている。2007年 3月、米 IBM社は、大量生産に適した
CMOS技術によってワンチップ化した160Gbit/sの光トランシーバ用チップセットの開発を発表した。
今回開発された光トランシーバは、チャネル当たり10Gbit/s を 16チャネル装備したドライバ ICと
レシーバ ICに光学部品を組み合わせ、わずか3.25mm× 5.25mmに集積し、160Gbit/s の伝送速
度を実現した。この伝送速度の向上は、従来高画質の長編映画のデータ伝送に30分以上要していたも
のが、1秒程度に短縮されることに相当する。各部品を縮小かつ集積し、1つのパッケージとして小型化
することにより、低コストで大量生産の製造技術を用いることができる。さらなる小型化は、通信チャネ
ル数の増加とチャネル当たりの高速化に寄与するものと期待される。
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　映画、テレビ番組、音楽、写真のダウンロード
が活発化し、取り扱われるデータ量が爆発的に増
えることが予想されている。これに対応するため、
データ送受信のさらなる高速化が必要とされてい
る。光を用いたネットワーキングは、電子を伝送
する代わりに光パルスを用いることによって、伝
送速度を劇的に改善する可能性を秘めている。従
来、光チップセットは性能上、送信・受信チップ
に分離され、それらに光学部品を個別実装するこ
とが一般的で高コストが課題となっていた。
　2007 年３月、米 IBM社の研究部門の１つであ
るワトソン研究所の研究グループは、光ファイ
バー通信会議（OFC2007）において、大量生産
に適したCMOS技術によってワンチップ化した
160Gbit/s の光トランシーバ用チップセットの開発
を発表した。本研究は、米国防総省国防高等研究
計画局（DARPA）が推進するChip to Chip Optical 
Interconnect（C2OI）プロジェクトより支援を受け
たものである。
　今回開発された光トランシーバは、チャネル当
たり 10Gbit/s を 16 チャネル装備して 160Gbit/s の
伝送速度を実現した。この伝送速度の向上は、従
来高画質の長編映画のデータ伝送に 30分以上要し
ていたものが、１秒程度に短縮されることに相当
する。送信用として面発光レーザ（VCSEL）を駆
動するドライバ ICと、受信用として受光素子か
ら得られた信号を増幅するレシーバ ICを、CMOS
技術によりワンチップに集積した。使用している
CMOS技術は標準的なもので、大量生産で低コス
ト化が可能である。これらのシリコンからなるド
ライバ ICおよびレシーバ ICと、リン化インジウ
ム（InP）、砒化ガリウム（GaAs）のような化合物
半導体材料から成る光学部品とを組み合わせて、
3.25mm× 5.25mmのサイズに集積した。
　各部品を縮小かつ集積し、１つのパッケージと
して小型化することにより、低コストで大量生産
の製造技術を用いることができる。さらなる小型
化は、通信チャネル数の増加とチャネル当たりの
高速化に寄与するものと期待される。今後さらに
ポリマー光導波路を高密度に実装した光プリント
基板を導入することで、低コストの光学製品も製
作できるとされている。
　米 IBM社以外にも、米インテル社等から将来的
に懸念されるコンピューティングのデータ伝送ボ
トルネックに備えて、光インターコネクションに
係わる要素技術の研究開発成果が相次いで発表さ
れている。
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